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Chapter - 10 

Cooling Concepts; Raised Floor 
Raised floor ကုိ air plenum အျဖစ္ အသုံးျပဳ၍ cooling လုပ္ျခင္းသည္ computer room မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ data center မ်ားအတြက္ သမာ႐ိုးက်(traditional) နည္း ျဖစ္သည္။  
(၁) Raised floor computer room မ်ားကုိ data center အားလုံးနီးပါး၌ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည္။ 

(၂) Raised floor ေၾကာင့္ cooling လုပ္ခ်င္သည့္ပံုစံ(arrangement)မ်ားကုိ လိုအပ္သလုိ လြယ္ကူစြာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ(flexible) ႏုိင္သည္။ Data centre မ်ားတြင္ raised floor ပံုစံျဖင့္ တပ္ဆင္ ထားျခင္း 
ေၾကာင့္ cooling ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုသလုိ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္(great flexibility)ျဖစသ္ည္။  

အေပါက္ပါသည့္ ၾကမ္းခင္းျပား(perforated floor board)အမ်ဳိးအစားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း(changing the 
type)၊  ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ျခင္း တို႔႔ျဖင္ ့လိုအပ္သည့္ cooling capacity ထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
အေပါက္ပါသည့္ ၾကမ္းခင္းျပား(perforated floor board)မ်ားကုိ ေနရာခ်ထား၍ ေလထြက္ႏႈန္းကို 
အတုိးအေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

(၃)  Cooling capacity အကန္႔အသတ္(limited)ျဖင့္သာ ရရွိႏုိင္ျခင္းသည္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္။  
Perforated floor board မ်ားေၾကာင့္ floor loading တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား(restrictions) ရိွသည္။ 
အေပါက္ပါသည့္ ၾကမ္းခင္းျပား(perforated floor board)မ်ားအေရအတြက္မ်ားလာလ်ွင္ ၾကမ္းခင္း(floor) 
အေလးခ်ိန္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း(loading capabilities) ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ 

(၄) တပ္ဆင္ရန္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္(install and maintain) ကုန္က်စရိတ္မ်ား(relatively costly) သည္။   

၁၀.၁ Principle of Raised Floor Design 
Raised floor design သည္ ၾကမ္းခင္းေအာက္ကို ေလဖိအားျမင့္တက္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အေပါက္ 

ပါသည့္ ၾကမ္းခင္းျပားမ်ား(perforated floor boards) မွတစ္ဆင့္ ေလမ်ားကုိ အလိုရိွသည့္ေနရာသို႔ 
ေရာက္ေစသည္။ Raised floor design သည္ under-floor cold air distribution principle ေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။  
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Down flow air conditioner မ်ားသည္ ေလကုိ ၾကမ္းခင္းေအာက္သို႔ မႈတ္ထည့္သည္။ ၾကမ္းခင္း 
ေအာက္တစ္ဆင့္ အခန္းအတြင္းသုိ႔ေရာက္ရိွရာ အပူမ်ားကုိ စုပ္ယူ(absourb the heat)သည္။ Room သို႔မဟုတ္ 
dedicated duct သုိ႔မဟုတ္ suspended ceiling ရွိေနရာ မွတစ္ဆင့္ ေလပူမ်ား(hot air)သည္ air-conditioner 
unit ဆီသို႔ျပန္ေရာက္(flowing back) လာသည္။ 

ေလကုိ ၾကမ္းခင္းေအာက္သုိ႔ မႈတ္ထည့္(pushing cold air under the floor)ေသာေၾကာင့္ ၾကမ္းခင္း 
ေအာက္တြင္ ဖိအား(pressure)ျမင့္တက္လာသည္။ ၾကမ္းခင္းျပားမ်ား(floor boards)တြင္ အေပါက္ 
(perforations) မ်ား ပါရိွေသာေၾကာင့္ ေလမ်ားသည္ ဖိအားနိမ့္သည့္ computer room အတြင္းသို႔ 
ထြက္သြားသည္။  

Rack ၏ အေရွ႕ဘက္(front of the rack)တြင္ ေလလံုေလာက္စြာ(enough air flow) ရရွိရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ ICT equipment မ်ား သို႔မဟုတ္ Rack မ်ားအတြင္းရိွ internal fan မ်ားမွ ေလေအးမ်ား(cold 
air)ကို စုပ္ယူ(suck)သည္။ Rack အေနာက္ဘက္(rear of the rack)မွ ေလပူမ်ား(hot air) ျပန္ထြက္ 
လာသည္။ ေလပူမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ျမင့္ေသာေၾကာင့္ သိပ္သည္းဆ ေလ်ာ့နည္းကာ အေပၚသုိ႔တက္ၿပီး 
suspended ceiling plenum သုိ႔မဟုတ္ room void မွတစ္ဆင့္ air conditioner ဆီသုိ႔ ျပန္စီးဆင္း ၀င္ေရာက္ 
လာသည္။ 

Computer room မ်ားကုိ သာမာန္အခန္းမ်ားအတြက္ သုံးေနၾက air conditioner system မ်ား 
တပ္ဆင္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေလပူႏွင့္ ေလေအးမ်ားေရာေႏွာသြားျခင္း(mixing of hot- and cold-air)ေၾကာင့္ 
efficiency မေကာင္းႏုိင္ေပ။ Rack တစ္ခုမွ ေလပူမ်ား(hot air)သည္ တျခား rack မ်ားအတြင္း(intake of the 
equipment of the next rack)သုိ႔ ၀င္ေရာက္ သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

ေလမ်ား ေရာေႏွာသြားလ်ွင္ rack အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ေလအပူခ်ိန္ ျမင့္တက္(higher 
intake temperatures) လာလိမ့္မည္။ ယေန႔ေခတ္ data centre မ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ ပံုစံမ်ဳိး ဒီဇိုင္းလုပ္ရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ 

 
ပုံ ၁၀-၁ CRAC unit မွ ေလမ်ားကုိ raised floor ထဲသို႔ မႈတ္ထည့္သည္။ Raised floor  ထဲတြင္ ေလဖိအား 

ျမင့္တက္လာသည္။ Perforated tile မ်ားကုိ cold-aisle တြင္ ေနရာခ်ထားသည္။ ေလမ်ားသည္ perforated 
tile ရိွ အေပါက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အခန္းထဲသို႔ ေရာက္သည္။ 
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ပုံ ၁၀-၂ Hot-aisle ႏွင့္ cold-aisle ခြျဲခားထားပံု (dedicated duct သုိ႔မဟုတ္ suspended ceiling မပါဝင္ပါ။) 

ေလေအးမ်ားသာ ရိွရမည့္ေနရာ(hot air areas hot-aisles)ႏွင့္ ေလေအးမ်ားသာရိွရမည့္ ေနရာ(cold air 
areas or cold-aisles)ဟူ၍ ပုိင္းျခား(separation) ထားသည္။ Rack မ်ားကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္(front-to-

front) သို႔မဟုတ္ ေက်ာခ်င္းကပ္(back-to-back)ပုံစံျဖင့္ ေနရာခ်ထားသည္။ 
၁၀.၂ Hot- and Cold-Aisle Setup 

Racks မ်ားကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ (Front-to-Front) ေနရာခ်ထားသည္။ 

ေလေအးမ်ားသာရိွရမည့္ ေနရာ(cold-Air areas) ႏွင့္ ေလပူမ်ားသာ ရွိရမည့္ေနရာ(Hot-Air areas) ို 
သီးျခားစီျဖစ္ေအာင္(separated) ေနရာျခားထားသည္။ သို႔ေသာ္တခ်ဳိ႕ ေလပူမ်ား(hot air)သည္ ေလေအးသာ 
ရိွရမည့္ေနရာ(cold air areas hot-and cold-aisles)မ်ားဆီသုိ႔ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ Rack မ်ားကုိ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္(front-to-front) သို႔မဟုတ္ ေက်ာခ်င္းကပ္(back-to-back)ပုံစံျဖင့္ ေနရာခ်ထားျခင္းကုိ hot-
aisle and cold-aisle set-up ဟုေခၚသည္။ Efficiency ပုိေကာင္း ေစရန္အတြက္ ေလပူမ်ားသာ ရွိရမည့္ 
ေနရာ(hot air areas hot-aisles)ႏွင့္ ေလေအးမ်ားသာရိွရမည့္ ေနရာ(cold air areas or cold-aisles)ဟူ၍ 
ပုိင္းျခား(separation) ထားသည္။  

၁၀.၂ Hot- and Cold-Aisle Setup Suspended Ceiling 
Rack မ်ားမွ ထြက္လာသည့္ ေလပူမ်ား(hot-air)ကုိ ေလေအးမ်ား(cold-air)မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာျခင္း 

(mixing) မျဖစ္ေပၚေစဘဲ air-conditioner ဆီသို႔ ျပန္လာေစရန္အတြက္ suspended ceiling ကုိ အသုံးျပဳ 
ထားသည္။ ထုိကဲ့သို႔ suspended ceiling အသုံးျပဳထားျခင္းကို Hot-and cold-aisle with suspended ceiling 
setup ဟုေခၚသည္။ Suspended ceiling ေၾကာင့္ ေလပူမ်ား (hot-air)သည္ ေလေအးမ်ား(cold-air)မ်ားႏွင့္ 
ေရာေႏွာျခင္း မျဖစ္ေပၚဘဲ  air-conditioner ဆီသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ efficiency ပုိေကာင္း 
လာသည္။ Hot-aisles ႏွင့္ cold-aisles ကုိ ေကာင္းစြာ ခြျဲခားရန္(better separation)အတြက္ hot-air return 
ducts သုိ႔မဟုတ္ suspended ceiling ကိုအသုံးျပဳသည္။  

ေလပူမ်ား(hot air)ကို စုပ္ယူရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ(selected areas)ကို hot aisles 
ဟုေခၚသည္။ hot-air return ducts သုိ႔မဟုတ္ suspended ceiling မ်ားသည္ ေလပူမ်ား(hot air)ကုိ air 
conditioner ဆီသုိ႔ ေကာင္းစြာ ျပန္ေရာက္ေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳထားသည္။  
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Air conditioner မွ ထြက္သြား(leaving) သည့္ ေလေအးမ်ား(cold air) မ်ားသည္ raise floor 

အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွ(flowing underneath)သြားၿပီး ေလဖိအား(air pressure) ညီညီညာညာ ျမင့္တက္ 
လာျခင္းသည္ အားသာခ်က္(advantage) ျဖစ္သည္။   

 
ပုံ ၁၀-၃ CRAC unit မ်ား ၊ Rack မ်ားႏွင့္ Perforated tile ေနရာခ်ထားပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 
ပုံ ၁၀-၄ Rack ၏ အေပၚပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ေလ air supply volume နည္းသြားေလ 

အပူဖယ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ cooling capacity ေလ်ာ့နည္းသြားေလျဖစ္သည။္ 

Hot-aisle and cold-aisle principle ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ေစရန္အတြက္ air conditioner 
မ်ားကုိ မွန္ကန္သည့္ ေနရာတြင္(correct locations) ေနရာခ်တပ္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ 

Air conditioner မ်ားကုိ hot-aisles ႏွင္ ့ ေထာင့္မွန္က်(perpendicular)ေအာင္ ေနရာ 
ခ်ထားရမည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ rack ေနာက္ေၾကာမွ ေလပူမ်ား(hot-air)မ်ားသည္ air-conditioner 
ဆီသို႔ အတုိဆုံး လမ္းေၾကာင္း(shortest path possible.)ျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ (returning)လာသည္။  



ေကာင္းထက္ၫြန္႔                                                             Chapter-10 Cooling Concepts; Raised Floor 

10-5                             

၁၀.၃ Placement of Equipment in Rack  

 

၁၀.၃.၁ Avoid Leakage and Short Circuit Air 
ၾကမ္းခင္း(floor)မ်ားမွလည္း ေလယုိစိမ့္ျခင္း(air leakage) ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ Rack မ်ား အတြင္း၌ 

ေလယုိစိမ့္မႈ ျဖစ္ေပၚျခင္း(air leakage) ေၾကာင့္ back-wash ျဖစ္ေပၚကာ efficiency က်ဆင္းသြားလိမ့္မည္။ 

Raised floor တြင္ ေလေအး(cold air)မ်ားသည္ ေရာက္ရိွရမည့္ ေနရာဆီသုိ႔သာ ေရာက္သြားေအာင္ 
စီမံ ထားရမည္။ Perforated tile မ်ားကုိ စနစ္တက်ေနရာခ်(placement)ထားျခင္းျဖင့္ air flow management 
ျပဳလုပ္ရသည္။  

Raised floor ၌ရွိေနသည့္ တျခားအေပါက္မ်ားအားလုံး(all other openings)သည္ ေလယိုစိမ့္ျခင္း(air 
leakage)ကိ ု ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပိတ္ပစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည့္ 
ေနရာ(cable entry)မွ ဟ,ေနသည့္ ေနရာလြတ္မ်ား (rack ၏ေနာက္ေၾကာဘက္) အၾကီးမားဆုံး ယိုစိမ့္မႈ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ေနရာ(leakage areas)ျဖစ္သည္။ ေလယုိစိမ့္ျခင္း(air leakage)မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ rack 
မ်ား အတြင္း blanking/blind-panels မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

၁၀.၄ Temperature and Air Volume  
ေလထုထည္ စီးႏႈန္း၏ ယူနစမွ္ာ CFM = Cubic Feet per Minute ႏွင္ ့ CMH = Cubic Meter per 

Hour တို႔ျဖစ္သည္။ 

 
ပုံ ၁၀-၅ Rack အတြင္း ေလစီးဝင္ပုံ 

ICT equipment မ်ား cooling လုပ္ရန္အတြက ္ အပူခ်ိန္(temperature) ႏွင့္ စိုထုိင္းဆ(humidity) 
တုိ႔သည္ ASHRAE မွ ေထာက္ခံထားသည့္ တန္ဖိုးမ်ား(recommended values) အတြင္း၌ ရွိရမည္။ ICT 
equipment မ်ားကုိ ျဖတ္၍ လုံေလာက္သည့္ ေလထုထည္(air volume) ျဖတ္သန္း(flow through) 
သြားေစရမည္။  

Equipment မ်ား အားလုံးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလထုထည္စီးႏႈန္း(certain air volume 
displacement) ရရိွရန ္လုိအပ္သည္။ 

Traditional cooling တြင္ rack ေအာက္ေျခေနရာ(bottom)သည္ အေပၚပုိင္းထက္ ပုိေအး(colder 
than the top) ေနေလ့ ရိွသည္။ Raised floor environment မ်ားတြင္ rack မ်ား၏ ေအာက္ေျခဘက္ 
(bottom)၌ ေလထုထည္ ပိုမ်ားမ်ား(more air supply volume) ရႏိုင္သည္။ Rack ၏အေပၚပုိင္း(top)တြင္ 
ေလထုထည္(air volume) ေလ်ာ့နည္းသြားေသာေၾကာင့္ cooling capacity ေလ်ာ့နည္း(lower) 
သြားလိမ့္မည္။  

Rack ၏ အေပၚပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ေလ အပူဖယ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းသြားေလျဖစ္သည္။ 
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Raised floor အတြင္းသုိ႔ ထည့္ေပးသည့္ ေလထုထည္ စီးႏႈန္း(CFM/CMH)သည္ ့ rack မ်ားမွ 
လုိအပ္သည္ CMH ႏွင့္ ကိုက္ညီ ရမည္။ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ cooling ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပႆနာ(issues)မ်ား မွာ 
temperature/humidity set points တုိ႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘ ဲ air-conditioner မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ေလထုထည္ စီးႏႈန္း(air volume flow rate) ေလ်ာ့နည္း(shortage)ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ 

 
ပုံ ၁၀-၅ Return air plenum သုိ႔မဟုတ္ suspended ceiling ပါဝင္သည့္ hot-aisle ႏွင့္ cold-aisle 

ခြျဲခားထားပံ ု

 
ပုံ ၁၀-၆ CRAC unit မ်ားကုိ တစ္ဘက္တည္း၌သာ တပ္ဆင္ထားသည္။  

၁၀.၅ Measure air-flow and compare to the requirements 
ICT equipment အားလုံးသည္ လိုအပ္ cooling capacity ရရွိရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

ေလထုထည္(certain amount of air volume)ကိ ု စုပ္ယူ(suck)သည္။ Raised floor မွ ထြက္လာသည့္ 
ေလထုထည္(air volume)သည္ ICT equipment မ်ား သို႔မဟုတ္ rack မ်ားမွ လိုအပ္သည့္ ေလထုထည္ႏွင့္ 
ညီရမည္။ (total required by all equipment within the rack) သုိ႔မဟုတ္ ပုိမ်ားရမည္။ 
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ေလထုထည ္ မလုံေလာက္ျခင္း(shortage of air volume)ေၾကာင့္ cooling မလုံေလာက္သည့္ 
ျပႆနာမ်ား(issues) ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။ ေလထုထည္ မလုံေလာက္ျခင္း(shortage of air volume)သည္ 
computer room မ်ားတြင ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည္ ့ျပႆနာတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 

၁၀.၆ Perforated Tile and Equipment Placement  
· Plenum အတြင္း၌ လိုအပ္သည့္ေလဖိအား(pressure) ရိွေနရန္အတြက္ perforated tile အေရ 
အတြက္ကုိ ကန္႔သတ္ထားရမည္။  

ပုံမွန္အားျဖင့္ rack တစ္ခု အတြက္ perforated tile တစ္ခုသာ လုိအပ္သည္။(Typically only one tile 
per rack) ။ Perforated tile မ်ားကုိ cold aisles ေနရာတြင္ ထားရိွရမည္။ 

Heat load ညီညာေအာင္ data centre အတြင္း၌ equipment မ်ားကုိ ျဖန္႔၍ ေနရာခ်(distribute)ထားရမည္။  

အမ်ားဆုံးအပူထြက္ႏိုင္သည့္(hottest) equipment မ်ားကို air-conditioner ႏွင့္ နီးသည့္ေနရာ(near) တြင္ 
ေနရာခ်ထားရမည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္နီးကပ္စြာ မထား(not too close)သင့္ပါ။။ အနည္းဆုံး (၁.၈)မီတာ 
သို႔မဟုတ္ (၆)ေပ (>1.8 Mtr / 6 Ft)ကြာေဝးရမည္။  

Perforated tiles မ်ားကုိ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ IT equipment မ်ားအတြက္ 
လုိအပ္သည့္ ေလထုထည္(air volume) ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ Rack သို႔မဟုတ္ equipment မ်ား၏ 
ေလ၀င္ေပါက္ (intake) ေနရာတြင္သာ ေလေအး (cold air) ရရွိေနေအာင္ လုပ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။  

 
ပုံ ၁၀-၇ CRAC unit အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေနရာ(maintenance zone) 

ခ်န္ထားေပးရန္လိုအပ္သည္။  
Rack အေနာက္ဘက္(back)က အပူမ်ား ထြက္လာသည္။ အပူ(heat)မ်ား ကို computer room ထဲမွ 

ဖယ္ထုတ္ပစ(္extracted) ရမည္။ Perforated tiles မ်ားကုိ rack ၏ အေရွ႕ဘက္(front)တြင္ ထားရိွရမည္။ 
ေလပူ(hot air)မ်ားကုိ အခန္း (room) အတြင္းမွ ဖယ္ရွားျဖစ္ရန္(moved out) အတြက္ တတ္ႏုိင္လွ်င္ return 
air duct မ်ားကုိ အသံုးျပဳရမည္။ 

စြမ္းအင္သုံးစြမဲႈမ်ားသည့္(high powered) equipment မ်ားအတြက္ ေလေအး(cold air)မ်ား ပုိ 
လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ high powered equipment မ်ားကုိ rack ၏အနိမ့္ပိုင္းေနရာ(lower part)တြင္ တပ္ဆင္ 
ရမည္။ Perforated tiles ႏွင္ ့နီးသည့္ေနရာတြင္ ေလထုထည္မ်ားမ်ားရႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ အပူဖယ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္း 
ပုိေကာင္းသည္။ Rack ၏ ေအာက္ေျခပုိင္းေနရာသည္ အပူဖယ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း ပိုေကာင္းသည္။ 
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Air conditioner မ်ားသည္ ေလကုိ အသင့္အတင့္ ေ၀းသည့္ေနရာသုိ႔သာ ေရာက္ေအာင္ 

မႈတ္ေပး(throw air at a certain distance) ႏိုင္သည္။ Air conditioner ၏ capacity အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ 

အကယ္၍ rack မ်ားကုိ အတန္း(row)လိုက္ ေနရာခ်ထားလွ်င္ air conditioner မ်ားမွ ေလမ်ား 
ေ၀းသည့္ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္သည္။ Rack row မ်ား ရွည္လ်ားလြန္းလွ်င္ ထိပ္(၂)ဘက္စလုံး၌ air 
conditioner မ်ား ထားရိွရန္ လိုအပ္သည္။ 

 
ပုံ ၁၀-၈ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေဝးဆုံးသုိ႔ မႈတ္လြတ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး(maximum throw) သည္ 12 

— 18 meter / (40 — 60 ft) အတြင္း ျဖစ္သည္။ 

 
ပုံ ၁၀-၉ CRAC unit မ်ား ၊ Rack မ်ားႏွင့္ Perforated tile ေနရာခ်ထားပုံ (suspended ceiling return) 

-End- 
  

Air-conditioner မွ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေဝးဆုံးသို႔ မႈတ္လြတႏို္င္သည့္ အကြာအေဝး(maximum 
throw)သည္ 12 — 18 meter / (40 — 60 ft) အတြင္း ျဖစ္သည္။ 
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